ARAMKORI HORDOZOK ES KOTESI TECHNOLOGIAK
ELEKTRONIKA A FENNTARTHATOSAG FELE VEZETO UTON
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FENNTARTHATO ELEKTRONIKA?

CO2 emission related to numerical technologies

How can the semiconductor industry limit it's impact
on fabrication, and contribute to more responsible
usages and applications?
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PELDA IPARI FENNTARTHATOSAGRA

Sustainable technology I

Our Sustainable Technology program aims to develop responsible products which:

* Improve our social and environmental footprint at every stage of the product life
* Have the greatest positive impact on the planet and people in the end-application
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UTON A ZOLD ELEKTRONIKA FELE

- Trend: Novekedd e-hulladék mennyiség;
- Bio-alapu hordozok: Lehetséges jov6bel
megoldas a mUanyagok kivaltasara

Projected electronic waste generation worldwide from 2019 to 2030 (in million metric

tons)*
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EREDMENYEINK:
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FPGA aramkor

Irodalmi
példék meshlin
Bal: FR4

Jobb: PLA/Len
(SusDuino)

[

.0\"\.0 BMEETT Sustainable printed circuits: a possible path to greener electronics 5/8

WE CONNECT CHIPS AND SYSTEMS



KARAKTERIZACIO

JO KOMPROMISSZUM
Wi-Fi Antenna klasszifikacio LCA (Life Cycle Analysis)

RF-veszteségek: Papir és PLA/Flax szubsztratok (5% hiba) 1.0E-01
=
Material Thickness{um) Frequency(GHz) eps’ Tan(delta) §
Paper 128 0,93 3,28+0,04 0,122+0,008 g
Paper 128 2,48 2,92+0,02 | 0,101+0,003 2 10E-02
Paper 128 4,3 3,2% 0,1* -
Paper 128 4,7 3,1* 0,1* 3
Paper 128 8,3 3,1* 0,09 * :-f»
Paper 128 10,3 3* 0,09 * o
2 1,0E-03 -
PLA 1300 0,93 2,49+0,17 0,05+0,01 -
PLA 1600 2,48 2,3140,16 0,0440,01 %
PLA 800 55 3* 0,02 * %
PLA 800 65 3* 0,03 * g
PLA 1250 33 2* 0,015 *  1,0E-04 -
PLA 1250 65 2+ 0,08 * £
PLA 1500 55 22% 0,02 * E
PLA 1500 65 2.2 % 0,03 * =
T - . ’ , 108051 Energy NR | Resources vagg (1k(g);0 Acidification | Eutrophis. Pglo gzﬁhg(rgic (IEKCS]O:O:'%% to:zirt?/ a(rllg
- TanDelta: 6tszor alacsonyabb, mint a papir alapu Mieq) | (koSbeq) | (opea | (kgSO2eq) | (kgPOs-eq) FE0L 09 | 19 o
7 z z : 7 DRogers| 3,8E-03 6,7E-03 6,7E-02 9,0E-03 5,5E-03 3,9E-03 5,1E-02 8,9E-03
hord OZOknal aZOk nedvessegta rtalma mlatt, es BPLA 1,3E-03 1,7E-03 9,3E-04 2,0E-03 3,1E-03 7,0E-04 2,7E-02 3,9E-03
ugyanolyan nagysa’g rend l:'l m i nt az F R4 hord OZO’ kna’l - OPaper 5,8E-04 1,9E-04 9,4E-05 1,3E-04 6,5E-05 4,1E-05 5,1E-04 8,2E-05
) .
Optlmallzalassal: d hagyomanyos SZUu bSZtratOk Thermal and RF Characterization of Novel PLA/Flax Based Biodegradable Printed Circuit Boards
. , =1 Attila Qéczy, Andras Csiszar, Pascal Xavier, Nicolas Corrao, Dominique Rauly, Rébert Kovacs,
megkozel IthetOk' Anna Eva Fehér, Egon Rozs, Laszlé Gal, 2022 |IEEE 24th Electronics Packaging Technology

Conference (EPTC) Singapore.
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ALKALMAZASI TESZTEK — FPGA TEST BOARD

Nem felel meg az Elektronikai Ipari Szovetseg

(IPC) jelenlegi normainak. Jelenleg.

- Aradiofrekvencias teruleten bebizonyosodott,
hogy ez a szubsztrat |0 teljesitménnyel alkalmas
nagyfrekvencias alkalmazasokhoz, peldaul
antennak gyartasahoz.

- A jovO kritikus pontja a szubsztrat biologiai
lebonthatoésaganak ellenorzése az aktiv
élettartam alatt.

- A nagysebesséqgu digitalis aramkorok tervezese

az uj PLA/flax szubsztratumhoz igazithato.
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FR4 (top) and PLA/Flax (Bottom) test boards
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SUMMARY + THANKS!

FENNTARTHATOSAG! KOSZONETNYILVANITAS: A tanszék munkatarsainak!
Grenoble INP: Pascal Xavier, Vincent Grennerat.
Meshlin: Csiszar Andras

Tovabbi kutatdbmunka és
iskolafejlesztés a BME-
VIK, valamint az
Elektronikai Technoldgia
Tanszék keretein belul.

HARDVER

Kozremukodeés iparral,
akadémiaval és a tobbi

karral. SUSTAINABLE ELECTRONICS

Ahogy a Midjourney latja!
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